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CSG Series

SMD Type NTC Thermistor

 产品介绍
SMD 贴片电阻是一款温度测量元件。在当前电子设备小型化、集成化的发展趋势下，SMD
贴片形式能够集成到各类电路板上，为众多领域的温度监测提供精确且可靠的解决方案。
SMD 贴片电阻的核心是高精度的热敏电阻感应芯片，由电阻体、玻璃釉、三层电镀端电
极组成，该芯片采用特殊的材料和制造工艺，对温度变化呈现出极为敏感的电阻特性。
当环境温度发生变化时，其电阻值随着本体温度升高而降低。

 特点
1.满足 RoHS 与无卤要求
2.高精度
3.工作温度范围:-40℃~+125℃
4.体积小，重量轻
5.电性能稳定，可靠性高
6.无引线，焊接性能优良

 应用
1.电子产品:智能手机，平板电脑，笔记本电脑
2.家用电器:电视，空调，洗衣机
3.医疗设备:输液泵，呼吸机，血糖仪，血压计
4.工业制造:工业控制板，万用表，示波器
5.通讯设备:路由器，交换机，通信基站
6.其他领域:LED 照明，摄像头
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 编码原则
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 □

产品类型 尺寸 电阻值 电阻值精度 B 值 包装方式 可选后缀

CSG

SMD

贴片

电阻

02 0201 102 1KΩ F ±1% 34 B(25/85)=3435 R 轴装 1 标准

04 0402 103 10KΩ G ±2% 38 B(25/50)=3800 B 散装 AT 车规

06 0603 473 47KΩ H ±3% 39 B(25/50)=3950

J ±5% 40 B(25/85)=4000

 结构和尺寸

型号 尺寸 L(mm) W(mm) L1(mm)

CSG02 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.15±0.05

CSG04 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.25±0.10

CSG06 0603 1.60±0.15 0.80±0.15 0.2-0.6
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 可靠性
试验项目 测试标准 试验条件/方法 性能要求

弯折试验 IEC 60068-2-21

在 NTC 热敏电阻焊接到测试板上，按图所示方向施加力
弯曲速度:1.0mm/s
弯曲强度:1.0mm
保持时间:5±1s

基板尺寸:100mm*40mm*t1.6mm
基板材质:玻璃环氧 PCB

ΔR25/R25≤±5%
ΔB/B≤±2%

稳态湿热试验 IEC 60068-2-78
在温度为 60±2℃,相对湿度为 90~95%的空气中，持续

1000+48/-0 hrs 无负载
ΔR25/R25≤±5%

ΔB/B≤±2%

高温存储试验 IEC 60068-2-2 在 125±3℃的空气中，持续 1000+48/-0 hrs 无负载
ΔR25/R25≤±5%

ΔB/B≤±2%

高温存储试验 IEC 60068-2-14

温度急变试验按下表条件循环五个周期
步骤 温度(℃) 时间(min)

1 -40±3 30
2 常温 10-15
3 125+3/-0 30
4 常温 10-15

ΔR25/R25≤±5%
ΔB/B≤±2%

高温负荷试验
MIL-STD-202
Method 108

在 85±2℃的空气中,通以最大工作电流并连续放置
1000+48/-0 hrs

ΔR25/R25≤±5%
ΔB/B≤±2%

低温负荷试验 IEC 60068-2-1 在-40±3℃的空气中，持续 1000+48/-0 hrs 无负载
ΔR25/R25≤±5%

ΔB/B≤±2%

振动试验 IEC 60068-2-6

按照下图所示,将 NTC 热敏电阻焊接到玻璃环氧 PCB 上
振动:10Hz-55Hz-10Hz(1min)

最大振幅:1.5mm
经过 2h 的振动，振动方向在三个相互垂直的轴上交替进行

(总计 6h) ΔR25/R25≤±5%
ΔB/B≤±2%

端子电极强度 IEC 60068-2-21

将 NTC 热敏电阻焊接到玻璃环氧 PCB 上，并按照下图所示
方向施加 5N 的力

电极不会剥落

可焊性试验 IEC 60068-2-58

焊接温度:245±5℃
焊料:Sn-3.0Ag-0.5Cu

沉浸时间:3±0.5s
NTC 热敏电阻应完全浸没在焊料液面下

着锡面积≥95%

耐焊接热试验 IEC 60068-2-58

焊接温度:260±5℃
焊料:Sn-3.0Ag-0.5Cu

沉浸时间:10±0.5s
NTC 热敏电阻应完全浸没在焊料液面下

预热条件:温度:150±5℃,时间:3min

ΔR25/R25≤±5%
ΔB/B≤±2%
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 包装
1.卷盘尺寸

2.编带包装方法
(1)卷盘编带中包含未包装产品的带首和带尾部分。(请参考下图)

(2)将上胶带和底带，或塑料袋和盖带贴在一起时，至少要留出前 5 个中心距部分。

(3)卷盘上面应贴上标签。

(4)编带卷盘另需进行包装。

3.纸带
CSG02 系列 CSG04 系列

CSG06 系列
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(1)其他条件

(a)包装

产品封装在底带空腔中，用上胶带和下胶带密封。

(b)编带

上胶带和下胶带没有接缝，产品在底带空腔中被连续封装和密封。

(2)上胶带的剥离力

(3)拉伸强度

上胶带的拉伸强度规定至少为 10N。

下胶带的拉伸强度规定至少为 5N。

 警告/注意事项
1.警告(保管和使用条件)

产品适用于普通环境中(普通室温、湿度和气压)。

请不要在以下条件下使用，因为所有这些因素均会导致产品特性恶化或导致失效和燃烧。

(1)腐蚀性气体或脱氧气体(氯气、氢化硫气体、氨气、硫酸气体、一氧化氮等)

(2)挥发性或易燃性气体

(3)多尘条件

(4)真空、高压或低压条件

(5)潮湿场所

(6)存在盐水、油、化学液体或有机溶剂的场所

(7)剧烈振动

(8)存在类似有害条件的其他场所

2.警告(其他)
请务必在您的产品上配备适当的自动保险功能，以防止因产品功能异常或失效可能引起的继发损坏。

3.注意事项(保管与工作条件)
为了保持产品的可焊性，建议采用以下保管条件。

(1)保管条件:

温度-10 至 45℃

湿度低于 75%RH(非结露)
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(2)保管期限:

请通过先入先出库存方式，在产品交付后 6 个月内使用本产品。

(3)保管场所：

不要将本产品在存有腐蚀性气体(硫酸气体、氯气等)或日光直接照射的环境中保管。

4.注意事项(额定值)
请在规定的温度范围内使用本产品。

温度过高会导致产品特性或材料可能引起的继发损坏。

5.注意事项(使用时)
本产品的陶瓷属于易碎材料，使用时务必小心不要施加过大压力或冲击。

此类强力可能会造成产品破裂或破碎。

6.注意事项(焊接与安装)
(1)贴装位置

选择适当的贴装位置，以使电路板屈曲或弯折是施加在改芯片上的应力最小。

(2)允许焊接温度和时间

(a)在下图中斜线指示的温度和时间内完成焊接。

(b)不符合焊接条件可能会造成金属分解或外部电极上的焊膏湿润程度变差。

(c)若是重复焊接，则累计焊接时间应在下图所示的范围内。(例如，回流焊接峰值温

度:260℃,2 次-＞260℃时的累计总焊接时间必须在 30 秒以内。)

CSG02/CSG04 系列
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CSG06 系列

(3)推荐焊接温度曲线

(a)预热不足可能会导致陶瓷体破裂。曲线上预热温度与最高温度之间的差值应为 100℃。

(b)不建议将元件浸泡溶剂或使用其他方法来快速冷却元件。

若是重复焊接，则累计焊接时间必须在第 2 部分图示的范围内。

CSG02/CSG04 系列

CSG06 系列
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